
C py f r the Elected Office (EO/US) 

PATENT COOPERATION TREATY 



PCT/DE00/00612 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach ZZ lb o4 
80506 Munchen 
ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 

10septembre2001 (10.09.01) 


Applicant's or agent's file reference 
99P1363P 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DEOO/00612 


International filing date (day/month/year) 
01 mars 2000 (01 .03.00) 



1. The following indications appeared on record concerning: 
| X| the applicant | | the inventor | | the agent 



| | the common representative 



Name and Address 


State of Nationality 


State of Residence 


SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 


DE 


DE 


Wittelsbacherplatz 2 
D-80333 Munchen 
Germany 


Telephone No. 

(089) 636-82819 




Facsimile No. 






(089) 636-81857 






Teleprinter No. 



2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

"xl the person | | the name | | the address | | the nationality | | the residence 



Name and Address 


State of Nationality 


State of Residence 


SIEMENS DEMATIC AG 


DE 


DE 


Gleiwitzer Strasse 555 
90475 Nurnberg 
Germany 


Telephone No. 

(089) 636-82819 




Facsimile No. 






(089) 636-81857 






Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary: 

All correspondence should be sent to the address as indicated in the addressee box above. 



4. A copy of this notification has been sent to: 
| X| the receiving Office 
| | the International Searching Authority 
| | the International Preliminary Examining Authority 



| | the designated Offices concerned 
| X| the elected Offices concerned 

□ 



other: 





Authorized officer 


The International Bureau of W1PO 


34, chemin des Colombettes 


Diana NISSEN 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 


Form PCT/lB/306 (March 1994) 


004271696 



PCT/DEOO/00612 

PA ^ NT COOPERATION TREAT ~ 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



rlr 1 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Commissioner 

Uo ueparimeni ot ooniiTicrcc 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of matting (day/mo nth/year) 

01 November 2000 (01.11.00) 




International application No. 

PCT/DEOO/00612 


Applicant's or agent's file reference 

99P1363P 


International filing date (day/month/year) 
01 March 2000(01.03.00) 


Priority date (day/month/year) 

05 March 1999 (05.03.99) 


Applicant 

SCHIEBEL, Gunter 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

26 September 2000 (26.09.00) 



| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election 



□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 






34, chemin des Colombettes 


Antonia Muller 




1211 Geneva 20, Switzerland 






Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 




Form PCT/IB/331 (July 1992) 




DE0000612 



VERTRAG QAp DIE INTERNATIONALE ZUSaAeNARBEIT 

aIRem gebiet des patentweIHs 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 

99P1363P 


WFITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/00612 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

01/03/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

05/03/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berlchts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotld- und/oder Amlnosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| [ bei der Behorde nachtraglich in schriftticher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehart der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen 
wurde vorgelegt. 

2. Q Bestlmmte Anspruche haben slch als nlcht recherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Elnheitllchkeit der Erflndung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erflndung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

fyl wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| [ Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Steilungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. — L 



(X| wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



IntoMgpnales Aktenzelchen 

F^Pe 00/00612 



A. KLAS'SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H05K13/04 



Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der 1PK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchterter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Wassifikationssymbole ) 

IPK 7 H05K 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der international en Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, IBM-TDB, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichrvjrsg der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 667 129 A (WATANABE NOBUHISA ET AL) 
16. September 1997 (1997-09-16) 
Spalte 6, Zeile 46 -Spalte 8, Zeile 7 

US 5 839 187 A (OTAKE KENICHI ET AL) 
24. November 1998 (1998-11-24) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feid C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgenneinen Stand derTechnik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"& 



Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

1 Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

' Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



13. Juli 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



27/07/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Van Reeth, K 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Inform^J^^n patent family members 



fnterj 

p 



era^jonal Application No 

(^p; 00/00612 



> 

Patent document 


Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 


date 




member(s) 




date 


~ • US 5667129 A 


16-09-1997 


JP 


7303000 


A 


14-11-1995 






CN 


1111820 


A 


15-11-1995 



US 5839187 A 24-11-1998 JP 9064104 A 07-03-1997 

KR 205537 B 01-07-1999 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1 992) 



s) 




PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
99P1363P 


irnn ptiiitwfb Ar-riruu See Notification of Transmittal of International 
run *ukih*.k ACHUIN Pre!iminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/DE00/00612 

f: 


International filing date (day/month/year) 

01 March 2000 (01.03.00) 


Priority date (day/month/year) 

05 March 1999 (05.03.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
H05K 13/04 


Applicant 


SIEMENS DEMATIC AG 





1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 

El 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability- 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


13 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

26 September 2000 (26.09.00) 


Date of completion of this report 

13 March 2001 (13.03.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE00/00612 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been famished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally ft led" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



| | the international application as originally filed. 

the description, pages 

pages 

pages 

pages 



1-4 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-5 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 

, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



09 February 2001 (09.02.200 n 



09 February 2001 (09.02.2001) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/1 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 



3 I ] This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPE A/409 (Box I) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



ern^lfea 



IntenlMKial application No. 
PCT/DE 00/00612 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-5 



1-5 



1-5 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

The invention relates to a device for fitting a substrate 
in the form of a circuit support with flip-chips. Said 
device comprises a moveable fitting head which removes the 
flip-chips from a component supply and places them onto 
the substrate; see, for example, US-A-5 667 129. 
The invention addresses the problem of reducing the 
complexity of the device for fitting the substrates. 
In order to solve the problem, the applicant suggests a 
device for fitting a substrate in the form of a circuit 
support with flip-chips, said device comprising a moveable 
fitting head which removes the flip-chips from a component 
supply and places them onto the substrate. Said device is 
particularly characterised in that the fitting head is 
provided with a turning device for the flip-chips, that 
the fitting head comprises a large number of rotating 
turret-like gripping elements which are indexed, that the 
turning device is assigned to a stationary part of the 
fitting head and that the turning device picks up a given 
flip-chip in a first holding station of the gripping 
elements and returns it in a turned position to one of the 
gripping elements in one of the subsequent holding 
stations . 



The prior art does not disclose or suggest these special 



Form PCT/IPE A/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Interri^^al application No. 
PCT/DE 00/00612 



characterising features. Claim 1 therefore meets the 
requirements of PCT Article 33(2), (3) and (4). Dependent 
Claims 2-5 relate to further embodiments of the subject 
matter of Claim 1. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



VERTRAG UBER 



INTERNATIONALE ZUSAI^EN 
GEBIET DES PATENTWESENS 



BEIT AUF DEM 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSB 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999P01363WO 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Priifungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/00612 


Internationales AnmeldedatumfT ag/Monat/Jahr) 
01/03/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
05/03/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H05K13/04 


Anmelder 






SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blotter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

IS AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT), 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
26/09/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
13.03.2001 


Name und Postanschritt der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

3- Europaisches Patentamt 

Awl D-80298 Munchen 

Jg/' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^^^^^ 
Van Reeth, K ({ }) 

Tel. Nr. +49 89 2399 2609 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/0061 2 



I. Grundlage des Berichts 

1 Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
' Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht und s,nd ihm 
nicht beigefugt, weilsie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

14 eingegangen am 09/02/2001 mit Schreiben vom 02/02/2001 
Patentanspriiche, Nr.: 

15 eingegangen am 09/02/2001 mit Schreiben vom 02/02/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/1 urspriingliche Fassung 



2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser emgereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
' Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vtll, Blatt 1) (Juli 1998) 



4 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/0061 2 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die sotche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

. ttWcuge ^uaa^iiulo E3^« mw. r\«. .j,— . 



V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
" gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 



Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 1-5 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1 -5 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1 -5 
Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Btatt 2) (Juli 1998) 



4 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/00612 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestucken eines als Schaltungstrager 
ausgebildeten Substrats mit Flip-Chips, wobei die Vorrichtung einen verfahrbaren 
Bestuckkopf aufweist, der die Flip-Chips aus einem Bauelementevorrat entnimmt und 
auf das Substrat aufsetzt. Siehe z.B. US-A-5667129. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Vorrichtungsaufwand fur die 
Bestiickung der Substrate zu verringern. 

Zur Losung der Aufgabe wird eine Vorrichtung zum Bestucken vorgeschlagen wobei 
eines als Schaltungstrager ausgebildeten Substrats mit Flip-Chips, wobei die 
Vorrichtung einen verfahrbaren Bestuckkopf aufweist, der die Flip-Chips aus einem 

_, . . ~* ..~h rt a o Ci.hq+rat auf^tzt niese Vorrichtuna ist 

Baueiementevoriat ei in uinmi ui ia oui oLi«-&"— =-» — — - - - - 

besonders gekennzeichnet dadurch daB der Bestuckkopf mit einer Wendeeinrichtung 

fur die Flip-Chips versehen ist, daB der Bestuckkopf mit einer Vielzahl von revolverartig 

indexiert umlaufenden Greifern versehen ist, daB die Wendeeinrichtung einem 

stationaren Teil des Bestuckkopfes zugeordnet ist, daB die Wendeeinrichtung jeweils 

einen der Flip-Chips in einer ersten Haltestation der Greifer ubemimmt und in einer der 

nachfolgenden Haltestationen an einen der Greifer gewendet zuruckgibt. 

Diese besondere Kennzeichen sind aus dem Stand der Technik nicht bekannt. Ein 
Hinweis auf diesen Merkmale ist nicht vorhanden. Anspruch 1 erfiillt daher die 
Bedingungen der Artikel 33.2, 33.3 und 33.4 PCT. Die abhangigen Anspriiche 2-5 
betreffen weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes des Anspruchs 1 . 
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Beschreibung 

Vorrichtung zum Bestticken eines Substrats mit Flip-Chips 

5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestticken. eines 
als Schaltungstrkger ausgebildeten- Substrats mit Flip- Chips, 
wobei die Vorrichtung einen verf ahrbar,en. Besttickkopf auf~ . . 
. weis.t, der die Flip-Chips aus einem Bauelementevorrat ent- ; 
•• nimmt uhd auf das Substrat aufisetzt;. 
10 A 

Derartige Flip-Chips sind Ublicherweise mit ihrSn Anschlufle- 
lementen nach oben we is end bereitgestej.lt, Sogenannte Wafers/. 
Handler sind mit einer Wendeeinrichtung /fUr die Flip-Chips 
versehen, so dafl der in einer Bestttckebene verf ahrbare Be-. 
15 • stUckkopf einer Bestttckvorrichturig- die Flip-Chips in ihrer ■ 
richtigen Einbaulage aufnehmen urid/ an der daflir vorgesehenert • 
auf eine Leiterplatte aufsetzen kann., j...: 

Die Flip-Chips ' sind z*B. nach der JP 1-61027 A (vgl. Patent. 
20 Abstracts of Japan, vol. 13/ No. 270, vom 21. Juli 19B9) in 

einem Wafer mit iliren AnschluAelementen nach oben we i send be- 
reitgestellt . Ein verfahrbarer Entnahmekopf eines Wafer- 
Handlers ent nimmt die Flip-Chips vom Wafer und legt sie auf 
einer station&ren Wendeeinrichtung ab, mittels der sie in ei- 
— "25 ■ " " 'irer^-gewendeten "UffgiS aur"5lfi5F~Ubetgabestati6n ^eraiT"abgelSgtr 
we r den, aus der sie der Entnahmekopf auf nimmt und in der 
richtigen Einbaulage mit den Anschlilssen nach unten auf ein 
Halbleiter-Substrat aufsetzt, das Ublicherweise als bandarti- 
ges Leadframe zur Herstellung von gehausten Bauelementen aus- 
30 gebildet 1st und taktweise durch die Auf setzstation hindurch- 
gefUhrt wird. 

Ferner ist durch die US 5 839 187 eine Vorrichtung zum Hand- 
haben von Flip-Chips bekannt geworden, bei der die Flip-Chips 
35 mittels eines Greifers von einem Wafer entnommen werden. Der 
Greifer wird urn eine hori2ontale Achse geschwenkt und in ei- 
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ner TJbergabestation gewendet an einen Positioniergreifer 
tlbergeben, der die Flip-Chips in ein Flachenmagazin ablegt. 

Ferner 1st durch die US 5 667 129 A (Anspruch. 7) ein BestUck- 
5 kopf zum Bestttcken eines substrates mit Flip-Chips, wobei der 
Besttlckkopf eine nicht niiher dargestellte Wendeeinriehtung 
ftlr die Flip-Chips aufweist. . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe "zugxiunde, .den Vorrichtungs- / 
10 auf wand ffttr die Besttlckung der Substrate zu verringern.. 

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemaa, Anspruch; 1. ge- 
lost.- Der frei posit ionierbare Bestttckkopf kann in einem Pot 
sitioriiersysteiti so verfahren Werden,. dafl sein Verfahrbereich 

15 den gesamten' Waf erbereich und das z/B. als Leite-tfplatte- aus- 
gebildete f ests'tteftiefcde Substrat Uberdeckt.. Der Bfesttickkopf 
kann daher die' FlijS-Chips unmittelbar vom Wafer :entnehmen, 
tiber das Substrat verf ahren, in der Zeit' zwischen dem Abholen 
und dem Aufsetzen auf das Substrat in seiner mitfahrenden 

20 Wendeeinrichtung wenden und den Flip-Chip nach dem Wenden auf 
das Substrat aufsetzen. Durch diese Maflnahme kSnnen alle we- 
sentlichen Funktionen des Abholens, transportierens, Wendens 
und aufsetzens der Bauelement3 mit einem einzigen Handha- 
bungssystem zeitsparend durchgeftihrt werden, wodurch auf den 

25 ' Wfer^an^^ 

wendung eines Revo lverbe stack kopf es 2 ist es maglich, eine 
Vielzahl von Flip-Chips in schneller Folge vom Wafer aufzu- 
nehiaen und zwischen zwei Haltestationen zu wenden, Anschlie- 
Bend wird die Vielzahl der an den Greifern gehaltenen Flip- 

30 Chips in ebenso schneller Folge auf das Substrat aufgesetzt. 
Dadurch verringert sich die Anzahl der Verfahrvorg&nge erheb- 
lich, was mit einer entsprechenden Zeitersparnis verbunden 
ist- Der Besttickkopf hat auflerdem den Vorteil, daii ftir sftrnt- 
liche an den Greifern gehaltenen Bauteile eine einzige Wende- 

35 station benStigt wird und dafi der jeweilige Greifer nicht den 
vollstandigen Wendevorgang abwarten mufl, sond rn dafi das Bau- 



24/04 '01 TUE 14:26 [TX/RX NO 9937] 



-24. APR. 2001 1 5:23 EPA D I RE KT I ON 2215 NR. 1 800 S. 4 

199901363 

3 

tell beim Wenden zur n&clisten Station gelangt und dort ohne 
Verlust an Taktzeit wieder aufgenommen werden kann. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den An- 
5 sprUchen 2 bis 5 gekennzeichnet : 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 2 wird. die Wendeein- . 
richtung in einfacher Weise mit wen i gen zusStzli-chen Elemen- 
. . . . ten.realisiert. 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 3 ktinnen Flip-Chips Ri- 
cher zwischen den verschiedenen Saugfiaehen libergeben werden. 

Dur : ch die Weiterbildung nach Anspruch .4. kSnnen ohne Nach~ 
15 stellvorgange unterschiedlich dicke El ip- Chips, gehandhabt 
werden . s . r •'• 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 5 kann die Wendeein- 
richtung kompakt und znit geringem Gewicht ausgebildet werden. 

20 . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausftthrungsbeispieles nfther eriautert* 

Figur 1 

25* 

Figur 2 

Figur 3 

30 

Nach den Figuren 1 und 2 weist ein revolverartiger BestUck- 
kopf 1 einen Stator 2 und einen Rotor 3 auf , an derm eine 
Vielzahl von sternf ttrmig abstehenden Greifern 4 umlaufend an- 
geordnet ist. Der BestUckkopf 1 ist in der Richtung der per- 
35 spektivisch dargestellten Pfeile X und Y in einer zum Wafer 
und dem Substrat parallelen Ebene frei positionierbar . In der 
in Figur 1 dargestellten Stellung befindet er sich liber einem 



zeigt schematisiert eine Seitenansicht eines Be- 

eine andere Seitenansicht des BestUckkopf es nach 
Figur 1/ 

einen Ausschnitt aus dem BestUckkopf nach Figur 1 
in einer anderen Arbeitsphase . 
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Wafer 5 an dessen Oberseite Flip-Chips 6 eng aneinanderge- 
reiht mit ihrer AnschluBseite nach oben liegend bereitgehal- 
ten sind. 

5 Der in der unteren Drehsteliung befindliche Greifer 4 ist auf 
einen der Flip-Chips 6 ausgerichtet und kann teles kopartig 
auf diesen abgesenkt werden. Dieser wird an das Greifer ende 
angesaugt und zusamnven mit die sera vom Wafer 5 abgehoben. 
. Durch Verf ahren des BestUckkopfes 1: und Verdrehen des Rotors 
10 3 konnen • sukzessive samtliche Greifer 4 mit den FJ-iprChips. 6- 
belegt warden. Einer der Haltestationen- der Greifer 4 ist ein 
erster Halter 7 z'ugeordnet, der mit .seinem .Ende auf .das Ende 
des Greifers 4 ausgerichtet ist. .. 

. * . ' • 

15 Der .am Greifer angesaugte Flip-Chip 6 ,kann nun an den Halter ■ 
• 7 liber geben warden und an dessen Ende. angesaugt werden. Durch 

Verschwenken in eine strichpunktiert, dargestellte Obergabe- 
. stellung kann- der Flip-Chip 6 an eirien weiteren Halter 7 

ttbergeben werden, dfer dem ersten Halter entgegengesetzt .ge- - 
20 richtet ist und der nun den Flip-Chip 6 an seiner AnschluB- 
seite erfaflt. Der zweite Halter 7 ist einer nachfolgenden 
Haltestation des BestUckkopfes 1 zugeordnet. Er kann aus der 
Ubergabestellung in eine zum Greifer 4 der zweiten Haltesta- 
tion fluchtende Abgabestellung geschwenkt werden, in der der 
' ' "ZS* ' " "Grel rer""3""das " Bauelement" m "seiner'"Her Anscniuasexre auge- 
wandten Oberseite erfafit* 

In Figur 3 ist dargestellt, wie der Flip-Chip 6 wahrend des 
Verdrehens des Rotors 3 zwischen den Haltern 7 Ubergeben und 
30 zeit spar end gewendet werden kann. 

Nach dem Wenden der Flip-Chips 6 werden diese sukzessive in 
eine in der Figur 2 dargestellte Auf setzstellung transpor- 
tiert, in der sie auf ein zu bestilckendes Substrat 8 lage- 
35 richtig aufgesetzt werden kOnnen. 
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PatentansprUche 

1. Vorrichtung zum Bestttcken eines als Schaltungstr&ger aus- 
gebildeten Substrates (8) mit Flip-Chips (6), 
5 wobei die Vorrichtung einen verfahrbaren BestUckkopf (1) auf- 
weist, der die Flip-Chips (6) aus einem Bauelementevorrat 
(z.B. 5). entnimmt und auf das Substrat (8) aufsetzt, 
dadurch gekennzeichnet* 
dafl der BestUckkopf (1> mit einer Wendeeinrichtung (9) fur. 

10' die Flip-Chips < 6} .. versehen ist, 
( dafl der BestUckkopf (1) mit einer Vielzahl' von revolverartig 

indexiert umlaufenden Greifern 14) versehen- ist/ 
dafl die Wendeeinrichtung (9) einem stationSren Teil (z,B. 2) 
des Besttickkopf es (1) 2ugeordnet ist, 

15 dafl die Wendeeinrichtung (9) ' jeweils; einSn der Flip-Chips (6)- 
in einer ersten Haltestation der Greifer (4) libern.immt und in 
einer der nachfolgenden Haltestationen an einen der Greifer. 
(4) gewendet zusUcRgibt . 

20 2. vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch g. ekennzeichnet, 
dafl die Wendeeinrichtung (9) zwei schwenkbare Halter (7) auf- 
weist, von denen ein erster auf die erste der Haltestationen 
1 ausrichtbar ist, 

"~ "25" ' " "HSiT ~aer zweite rtalrer^TTT'auf "STnS hachtolgende der Hal teg t a-" 
tionen ausrichtbar ist und 

dafl die beiden Halter (7) in eine gemeinsame ttbergabestellung 
schwenkbar sind, in der ihre dem Flip-Chip (6) tragenden, 
einander entgegenragenden Enden aufeinander ausgerichtet 
30 sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Halter (7) als schwenkbar gelagerte Saugpipetten aus- 
35 gebildet sind, 

dafl die Greifer (4) als am BestUckkopf (1) radial abstehende 
Sauggreifer ausgebildet sind, 
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daii die zur Drehebene der Greifer {4) senkrechten Schwenkach- 
sen (10) der Halter (7) in der axialen Veriangerung der Grei- 
fer (4) angeordnet sind und dafl L&ngsachsen der Halter und 
der Greifer beim wechseleeitigen Obergeben der Flip-Chips 
5 miteinander fluchten. 

4.. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
d a d u r c h g e kennzeichnet, 
. dafl. zwisfchen deh in der Ubergabestellung fluchtenden gegen- 
10 einander gerichteten Haltern (7) ein f reier, Abstand besteht, 
' der etwas grBBer 1st, als die Dicke der Flip-Chips (6) . 

5.' Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet', 
15 dafi.. die erste und zweite Haltestatian unmittelbar auf.einan- 
derfolgend angeordnet sind. 
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Device for placing flip chips on a substrate 

5 The invention relates to a device for placing flip 
chips on a substrate in the form of a leadframe, the 
device having a movable placement head, which picks up 
the flip chips from a stock of components and places 
them on the substrate. 

10 

Flip chips of this type are usually presented with 
their connection elements pointing upward. What are 
known as wafer handlers are provided with a turning 
device for the flip chips, so that the placement head, 
15 which can move in a placement plane, of a placement 
device can pick up the flip chips in. their correct 
insertion position and place them onto a printed- 
circuit board at the intended for this purpose. 

20 The flip chips are presented, for example in accordance 
with JP 161027, in a wafer with their connection 
elements pointing upward. A movable removal head of a 
wafer handler removes the flip chips from the wafer and 
deposits them on a stationary turning device, by means 

25 of which they are deposited in a turned position on a 
transfer station, from which the removal head picks 
them up and places them in the correct insertion 
position with the connections downward onto a 
semiconductor substrate, which is usually in the form 

30 of a strip-like leadframe for the production of 
packaged components and is passed through the placement 
station in a cyclical manner. 

Furthermore, US 5 839 187 discloses a device for the 
35 handling of flip chips, in which the flip chips are 
removed from a wafer by means of a gripper. The 
gripper is pivoted about a horizontal axis and, turned 
in a transfer station, transferred to a positioning 
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gripper, which deposits the flip chips into a flat 
magazine . 
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The invention is based on the object of reducing the 
complexity of a device for the placement of components 
on the substrates. 

5 This object is achieved by the invention according to 
claim 1. The freely positionable placement head can be 
moved in a positioning system in such a way that its 
range of movement covers the entire area of the wafer 
and the fixed substrate, for example in the form of a 

10 printed-circuit board. The placement head can 

therefore remove the flip chips directly from the 
wafer, move over the substrate, turn in its 
accompanying turning device in the time between the 
pickup and placement on the substrate and, after 

15 turning, place the flip chips onto the substrate. This 
measure allows all the essential functions of the 
pickup, transportation, turning and placement of the 
components to be carried out with a single handling 
system in a time-saving manner, making it possible to 

20 dispense entirely with the wafer handler. 

Advantageous developments of the invention are 
characterized in claims 2 to 6: 

25 The development according to claim 2 makes it possible 
to pick up a multiplicity of flip chips in rapid 
succession from the wafer and turn them between two 
holding stations. Subsequently, the multiplicity of 
flip chips held on the grippers are placed on the 

30 substrate in just as rapid succession. This reduces 
the number of movement operations considerably, which 
is accompanied by a corresponding time saving. 



35 



The development according to claim 3 realizes the 
turning device in a simple way with few additional 
elements . 
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The development according to claim 4 allows flip chips 
to be safely transferred between the various suction 
surfaces . 
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The development according to claim 5 allows flip chips 
of different thicknesses to be handled without 
readjustments . 

5 The development according to claim 6 allows the turning 
device to be of a compact and lightweight design. 

The invention is explained in more detail below on the 
basis of an exemplary embodiment represented in the 
10 drawing. 

Figure 1 shows in a schematized form a side view of a 
placement head for flip chips, 

15 Figure 2 shows another side view of the placement head 
according to figure 1, 

Figure 3 shows a detail of the placement head 
according to figure 1 in another working 
20 phase. 

According to figures i and 2, a turret-like placement 
head 1 has a stator 2 and a rotor 3, on which a 
multiplicity of radially protruding grippers 4 are 

25 arranged in a circulating manner. The placement head 1 
is freely positionable in the direction of the 
perspectively represented arrows X and Y in a plane 
parallel to the wafer and the substrate. In the 
position represented in figure 1, it is located over a 

30 wafer 5, on the upper side of which flip chips 6 are 
presented close together in rows with their connection 
side upward. 

The gripper 4, located in the lower turning position, 
35 is directed at one of the flip chips 6 and can be 
telescopically lowered onto it. Said flip chip is 
sucked onto the end of the gripper and lifted together 
with the latter off the wafer 5. By moving the 
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placement head 1 and turning the rotor 3, all the 
grippers 4 can be successively loaded with the flip 
chips 6. One of the holding stations of the grippers 4 
is assigned a first holder 7, which is aligned by its 
end with the end of the gripper 4. 



r 
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The flip chip 6 sucked onto the gripper can then be 
transferred to the holder 7 and sucked onto the end of 



represented by dash-dotted lines, the flip chip 6 can 
5 be transferred to a further holder 7, which is directed 
oppositely facing the first holder and which then takes 
up the flip chip 6 on its connection side. The second 
holder 7 is assigned to a downstream holding station of 
the placement head 1. It can be pivoted out of the 
10 transfer position into a delivery position, which is in 
line with the gripper 4 of the second holding station 
and in which the gripper 4 receives the component on 
its upper side, facing away from the connection side. 

15 In figure 3 it is shown how the flip chip 6 can be 
transferred between the holders 7 and turned in a time- 
saving manner during the rotation of the rotor 3. 

After the turning of the flip chips 6, they are 
20 successively transported into a placement position, 
represented in figure 2, in which they can be placed in 
the correct position onto a substrate 8 to be provided 
with placed components. 



the latter. 



By pivoting into a transfer position, 



• 
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Patent claims 

1. A device for placing flip chips (6) on a substrate 
(8) in the form of a leaciframe, the device having a 

5 movable placement head (1), which picks up the flip 

chips (6) from a stock of components (for example 
5) and places them on the substrate (8) , 
characterized in that the placement head (1) is 
provided with a turning device (9) for the flip 
10 chips (6) . 

2. The device as claimed in claim 1, characterized in 
that the placement head (1) is provided with a 
multiplicity of grippers (4) circulating in a 

15 turret-like indexed manner, in that the turning 

device (9) is assigned to a stationary part (for 
example 2) of the placement head (1) , in that the 
turning device (9) respectively takes over one of 
the flip chips (6) in a first holding station of 

20 the grippers (4) and returns it, after turning, to 

one of the grippers (4) in one of the downstream 
holding stations. 

3. The device as claimed in claim 1 or 2, 
25 characterized in that the turning device (9) has 

two pivotable holders (7), one of which can be 
aligned with the first of the holding stations, in 
that the second holder (7) can be aligned with a 
downstream one of the holding stations and in that 
30 the two holders (7) can be pivoted into a mutual 

transfer position, in which their ends, carrying 
the flip chip (6) and projecting toward each other, 
are aligned with each other. 



35 



The device as claimed in claim 3, characterized 
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in that the holders (7) are designed as pivotably 
mounted suction pipettes, in that the grippers (4) 
are designed as suction grippers protruding 
radially from the placement head (1) , in that the 
pivoting axes (10) , perpendicular to the turning 
plane of the grippers (4), of the holders (7) are 
arranged in axial extension of the grippers (4) and 
in that longitudinal axes of the holders and of the 
grippers are in line with one another during the 
transfer between them of the flip chips. 

The device as claimed in one of the preceding 
claims, characterized in that between the holders 
(7) directed oppositely facing each other and in 
line with each other in the transfer position there 
is a clearance, which is somewhat larger than the 
thickness of the flip chips (6) . 

The device as claimed in one of the preceding 
claims, characterized in that the first and second 
holding stations are arranged immediately following 
each other. 
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Beschreibung 

Vorrichtung zuin Bestucken eines Substrats mit Flip-Chips 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestucken eines 
als Schaltungstrager ausgebildeten Substrats mit Flip-Chips, 
wobei die Vorrichtung einen verfahrbaren Bestiickkopf auf- 
weist, der die Flip-Chips aus einem Bauelementevorrat ent- 
nimmt und auf das Substrat aufsetzt. 

Derartige Flip-Chips sind ublicherweise mit ihren Anschluiie- 
lementen nach oben weisend bereitgestellt . Sogenannte Wafer- 
Handler sind mit einer Wendeeinrichtung fur die Flip-Chips 
versehen, so daft der in einer Bestiickebene verfahrbare Be- 
stiickkopf einer Bestlickvorrichtung die Flip-Chips in ihrer 
richtigen Einbaulage aufnehmen und an der dafiir vorgesehenen 
auf eine Leiterplatte aufsetzen kann. 

Die Flip-Chips sind z.B. nach der JP 161027 in einem Wafer 
mit ihren AnschluBelementen nach oben weisend bereitgestellt. 
Ein verfahrbarer Entnahmekopf eines Wafer-Handlers entnimmt 
die Flip-Chips vom Wafer und legt sie auf einer stationaren 
Wendeeinrichtung ab, mittels der sie in einer gewendeten Lage 
auf einer Ubergabestation derart abgelegt werden, aus der sie 
der Entnahmekopf aufnimmt und in der richtigen Einbaulage mit 
den Anschlussen nach unten auf ein Halbleiter-Substrat auf- 
setzt, das ublicherweise als bandartiges Leadframe zur Her- 
stellung von gehausten Bauelementen ausgebildet ist und takt- 
weise durch die Auf set zstation hindurchgef uhrt wird. 

Ferner ist durch die US 5 839 187 eine Vorrichtung zum Hand- 
haben von Flip-Chips bekannt geworden, bei der die Flip-Chips 
mittels eines Greifers von einem Wafer entnommen werden. Der 
Greifer wird um eine horizontale Achse geschwenkt und in ei- 
ner Ubergabestation gewendet an einen Posi tioniergreif er 
ubergeben, der die Flip-Chips in ein Flachenmagazin ablegt. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Vorrichtungs- 
aufwand fur die Bestuckung der Substrate zu verringern. 

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemaJJ Anspruch 1 ge- 
lost. Der frei positionierbare Bestuckkopf kann in einem Po- 
sitioniersystem so verfahren werden, dafi sein Ver f ahrbereich 
den gesamten Waf erbereich und das z.B. als Leiterplatte aus- 
gebildete feststehende Substrat uberdeckt. Der Bestuckkopf 
kann daher die Flip-Chips unmittelbar vom Wafer entnehmen, 
liber das Substrat verfahren, in der Zeit zwischen dem Abholen 
und dem Aufsetzen auf das Substrat in seiner mitf ahrenden 
Wendeeinrichtung wenden und den Flip-Chip nach dem Wenden auf 
das Substrat aufsetzen, Durch diese Mafinahme konnen alle we- 
sentlichen Funktionen des Abholens, transportierens, Wendens 
und aufsetzens der Bauelement3 mit einem einzigen Handha- 
bungssystem zeitsparend durchgefuhrt werden, wodurch auf den 
Wafer-Handler vollig verzichtet werden kann. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den An- 
spruchen 2 bis 6 gekennzeichnet : 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 2 ist es moglich, eine 
Vielzahl von Flip-Chips in schneller Folge vom Wafer aufzu- 
nehmen und zwischen zwei Haltestationen zu wenden. Anschlie- 
Uend wird die Vielzahl der an den Greifern gehaltenen Flip- 
Chips in ebenso schneller Folge auf das Substrat aufgesetzt. 
Dadurch verringert sich die Anzahl der Verf ahrvorgange erheb- 
lich, was mit einer entsprechenden Zeitersparnis verbunden 
ist . 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 3 wird die Wendeein- 
richtung in einfacher Weise mit wenigen zusatzlichen Elemen- 
ten realisiert. 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 4 konnen Flip-Chips si- 
cher zwischen den verschiedenen Saugflachen ubergeben werden. 



GR 39 P.1363 



3 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 5 konnen ohne Nach- 
stellvorgange unterschiedlich dicke Flip-Chips gehandhabt 
werden . 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 6 kann die Wendeein- 
richtung kompakt und mit geringem Gewicht ausgebildet werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf iihrungsbeispieles naher erlautert. 

Figur 1 zeigt schematisiert eine Seitenansicht eines Be- 

stuckkopfes fur Flip-Chips, 
Figur 2 eine andere Seitenansicht des Besttickkopf es nach 

Figur 1, 

Figur 3 einen Ausschnitt aus dem Besttickkopf nach Figur 1 
in einer anderen Arbei tsphase . 

Nach den Figuren 1 und 2 weist ein revolverartiger Bestuck- 
kopf 1 einen Stator 2 und einen Rotor 3 auf, an dem eine 
Vielzahl von sternf ormig abstehenden Greifern 4 umlaufend an- 
geordnet ist. Der Besttickkopf 1 ist in der Richtung der- per- 
spektivisch dargestellten Pfeile X und Y in einer zum Wafer 
und dem Substrat parallelen Ebene frei positionierbar . In der 
in Figur 1 dargestellten Stellung befindet er sich uber einem 
Wafer 5 an dessen Oberseite Flip-Chips 6 eng aneinanderge- 
reiht mit ihrer AnschluBsei te nach oben liegend bereitgehal- 
ten sind. 

Der in der unteren Drehstellung befindliche Greifer 4 ist auf 
einen der Flip-Chips 6 ausgerichtet und kann teleskopartig 
auf diesen abgesenkt werden. Dieser wird an das Greiferende 
angesaugt und zusammen mit diesem vom Wafer 5 abgehoben. 
Durch Verfahren des Bestuckkopf es 1 und Verdrehen des Rotors 
3 konnen sukzessive samtliche Greifer 4 mit den Flip-Chips 6 
belegt werden. Einer der Haltestationen der Greifer 4 ist ein 
erster Halter 7 zugeordnet, der mit seinem Ende auf das Ende 
des Greifers 4 ausgerichtet ist. 
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Der am Greifer angesaugte Flip-Chip 6 kann nun an den Halter 
7 iibergeben werden und an dessen Ende angesaugt werden. Durch 
Verschwenken in eine strichpunktiert dargestellte Obergabe- 
5 stellung kann der Flip-Chip 6 an einen weiteren Halter 7 

Iibergeben werden, der dem ersten Halter entgegengeset zt ge- 
richtet ist und der nun den Flip-Chip 6 an seiner Anschlufl- 
seite erfafit. Der zweite Halter 7 ist einer nachf olgenden 
Haltestation des Bestilckkopf es 1 zugeordnet. Er kann aus der 
10 Ubergabestellung in eine zum Greifer 4 der zweiten Haltesta- 
tion fluchtende Abgabestellung geschwenkt werden, in der der 
Greifer 4 das Bauelement an seiner der Anschluflsei te abge- 
wandten Oberseite erfafit. 

15 In Figur 3 ist dargestellt, wie der Flip-Chip 6 wahrend des 
Verdrehens des Rotors 3 zwischen den Haltern 7 iibergeben und 
zeitsparend gewendet werden kann. 

Nach dem Wenden der Flip-Chips 6 werden diese sukzessive in 
20 eine in der Figur 2 dargestellte Auf set zstellung transpor- 
tiert, in der sie auf ein zu bestiickendes Substrat 8 lage- 
richtig aufgesetzt werden konnen. 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Bestiicken eines als Schaltungstrager aus- 
gebildeten Substrates (8) mit Flip-Chips (6), 

wobei die Vorrichtung einen verfahrbaren Bestiickkopf (1) auf- 
weist, der die Flip-Chips (6) aus einem Bauelementevorrat 
(z.B. 5) entnimmt und auf das Substrat (8) aufsetzt, 
dadurch gekennzeichnet, 
daft der Bestiickkopf (1) mit einer Wendeeinrichtung (9) fur 
die Flip-Chips (6) versehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft der Bestiickkopf (1) mit einer Vielzahl von revolverartig 
indexiert umlaufenden Greifern (4) versehen ist, 
daft die Wendeeinrichtung (9) einem stationaren Teil (z.B. 2) 
des Bestiickkopf es (1) zugeordnet ist, 

daft die Wendeeinrichtung (9) jeweils einen der Flip-Chips (6) 
in einer ersten Haltestation der Greifer (4) iibernimmt und in 
einer der nachf olgenden Haltestationen an einen der Greifer 
(4) gewendet zuriickgibt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Wendeeinrichtung (9) zwei schwenkbare Halter (7) auf- 
weist, von denen ein erster auf die erste der Haltestationen 
ausrichtbar ist, 

daft der zweite Halter (7) auf eine nachf olgende der Haltesta- 
tionen ausrichtbar ist und 

daft die beiden Halter (7) in eine gemeinsame Obergabestellung 
schwenkbar sind, in der ihre dem Flip-Chip (6) tragenden, 
einander entgegenragenden Enden aufeinander ausgerichtet 
sind . 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 



GR ,99 P v 1363 



6 

daB die Halter (7) als schwenkbar gelagerte Saugpipetten aus- 
gebildet sind, 

daB die Greifer (4) als am Bestuckkopf (1) radial abstehende 
Sauggreifer ausgebildet sind, 

daB die zur Drehebene der Greifer (4) senkrechten Schwenkach- 
sen (10) der Halter (7) in der axialen Verlangerung der Grei- 
fer (4) angeordnet sind und daB Langsachsen der Halter und 
der Greifer beim wechselseitigen Obergeben der Flip-Chips 
miteinander f luchten . 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft zwischen den in der Ubergabestellung fluchtenden gegen- 
einander gerichteten Haltern (7) ein freier Abstand besteht, 
der etwas groBer ist, als die Dicke der Flip-Chips (6). 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die erste und zweite Haltestation unmittelbar aufeinan- 
derfolgend angeordnet sind. 
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Zusammenf as sung 

Vorrichtung zuiti Bestlicken eines Substrats mit Flip-Chips 

Ein frei positionierbarer Bestlickkopf (1) entnimmt einem Wa- 
fer (5) bereitstehende Flip-Chips (6), deren Anschluflseite 
nach oben gerichtet ist. Der Bestlickkopf verfugt liber eine 
Wendeeinrichtung (9) in der die Flip-Chips bis zum Aufsetzen 
auf ein zu bestlickendes Substrat (8) derart gewendet werden, 
daft sie mit ihrer AnschlulJseite auf das Substrat aufgesetzt 
werden konnen. 

Dadurch kann auf eine dem Wafer (5) zugeordnete aufwendige 
Wendeeinrichtung verzichtet werden . 



Figur 1 



